
(주)코텍 2,000 × 900  × 1,500 mm (4조)

설비현황

무전해니켈도금
코텍은 다양한 표면처리기술을 전문적으로 보유하고 있으며 다양한 
표면처리품목 생산을 위한 개발과 품질관리에 힘쓰고 있습니다.

생산 품목 및 적용

분야/소재 항공, 방산, 원자력, 반도체 장비, 산업기계 / Fe, STS, Cu, Al

용      도 메모리 디스크용, 부도체상의 도금, 경질크롬 대체용
컴퓨터 부품상의 도금, PCB 기판상의 Through Hole도금

두  께 (일반기준)  1~70㎛ 이상

적
용
규
격

국방0115-0018(1.4)
MIL-C-26074
AMS-C-26074

ASTM-B-733, 656
FEIS 114
AMS 2404
KS D 8344

AIPS 02 04 008

두   께 1종 (열처리안함) : 38㎛↑
2종 (열처리 실시) : 13㎛↑

밀착성 소지층과 도금층과의 분리 없을 것

경   도 2종(로크웰 시험기) 및 3종(비커스 시험기)에 한함

응력제거 191±14℃, 3hrs 이상

수소취성제거
소재 조직상태와 경도에 따라 취성시간이 달라짐
191±14℃, 3hrs 이상 (HRC 32~39)
191±14℃, 12hrs 이상 (HRC 40~47)
191±14℃, 22hrs 이상 (HRC 48 이상)

승인현황
국외기업 NADCAP, BOEING, AIRBUS, PARKER, MHI

국내기업 두원중공업, 대한항공, 한화디펜스, 한화탈레스, KAI, 국방과학연구소
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보유기술별 특성 및 적용제품

단점

적용제품

- 복잡한 형상의 소재에도 균일한 두께의 도금층을 형성한다.

- 전기도금피막에 비하여 Porous가 적다.

- 복잡한 Racking이 필요 없다.

- 적당한 전처리에 의해 부도체에도 쉽게 도금층을 형성한다.

- 도금층이 전기도금과는 다른 물성을 가진다.

- 생산단가가 전기도금에 비해 높다.

- 도금액이 불안정하여 수명이 짧다.

- 액 관리가 어렵다.

- 도금속도가 느리다.

메모리 디 스크, 부도체상의 도금, 경질크롬 대체용, 

컴퓨터 부품상의 도금, PCB 기판상의 Through Hole

복잡한 형상 부분 작업 가능

무전해니켈도금

공정도

장점

단점

응력제거
Stress Relief

샌딩
Sanding

용제탈지
Solvent Cleaning

알칼리탈지
Alkali Cleaning

수세
Rinse

수세
Rinse

수세
Rinse

수세
Rinse

수세
Rinse

건조
Dry

검사
Inspection

완료
Finish

수소취성제거
Hydrogen Embrittlement Relief

크롬산 수세
Chromic Acid Rinse

무전해니켈도금
Electroless Nickel Plating

니켈스트라이크
Nickel Strike

산세
Acid Rinse

or

or

or

위 도금공정은 주식회사 코텍의 콘텐츠이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.


